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Kratzer Automation

MES: Material-
und Prozess-
management

Kratzer Automation prdsentiert
die jiingste Version des Manu-
facturing-Execution-Systems
(MES) intraFactory. Die fiir die
Elektronikfertigung optimierte
Software-Suite unterstiitzt das
Material- und Prozessmanage-
ment iiber alle Stufen des Pro-
duktionsprozesses. Dabei sorgt
die Integration von Material-
management, Feinplanung, Be-
triebs- sowie Maschinendatener-
fassung (BDE/MDE) fiir mehr
Wirtschaftlichkeit: Mit intra-
Factory lassen sich Materialstro-
me genauer steuern und optimie-
ren, was insbesondere bei Ferti-
gungsunternehmen mit hohen
Materialkostenanteilen zu Effi-
zienzsteigerungen fiihrt. Durch
exakte Kenntnis des Materialver-
brauchs ist die Planung von Ma-
terialverfiigbarkeiten praziser
mdoglich, als mit ERP-Systemen.
Der Abgleich der Soll- und Ist-
Daten tiber die Online-Integrati-
on der Betriebsdatenerfassung
erlaubt den sofortigen Eingriff,
wenn Abweichungen im Produk-
tionsablauf entdeckt werden. Mit
der erweiterten Wareneingangs-
lsung lassen sich Herstellerin-
formationen iiber Chargennum-
mer, Gebinde, Verfallsdatum
usw. in einem Scanvorgang ein-
lesen. Die manuelle Erfassung
von Herstellerangaben beim Wa-
reneingang wird damit erleich-
tert. (su)

Halle 7, Stand 309, www.kratzer-automation.com

Contag

PCB-
Technologien

Sein erweitertes Produktportfolio
prasentiert PCB-Hersteller Con-
tag. Das Highlight auf der Messe
werden die Impedanz-definierten
Schaltungen sein, die Contag neu
im Programm hat. Auch iiber die
Investitionen in neue Technolo-
gien und die Anschaffung neuer
Maschinen und Anlagen wird auf
der SMT berichtet. (su)

Halle 9, Stand 429, www.contag.de
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Pickering Interfaces
Innovative

LXI- und PXI-
Losungen

Pickering Interfaces erweiterte die
Palette an LXI-konformen Schalt-
produkten mit der Einfiihrung
der Hochspannungsmatrix 60-310
und der Matrix 60-510 mit gerin-
ger Thermospannung. Das LXI-

Schaltsystem 60-310, unterge-
bracht in einem 19-Zoll-2 HE-Ge-
hduse, ist eine zweipolige 300 x 2-
Hochspannungsmatrix, die Signa-
le bis 500 VDC unter Spannung
oder bis 1000 VDC (700 VAC) leis-
tungslos schalten kann. Fiir die
Durchfithrung von Isolationsprii-
fungen an Kabelbdaumen oder Lei-
terplatten oder fiir Uberspan-
nungstests an Halbleitern oder
Relais ist diese Matrix geeignet.
Das LXI-Schaltsystem 60-510 ist
eine 56 x 33-Matrix mit niedriger
Thermospannung. Mit ihr kénnen
Signale von bis zu 150 VDC bzw.
bis 1 A (max. 10 W) geschaltet
werden. Durch den Einsatz von
Relais mit Ruthenium-Kontakten
werden eine hohe Lebenserwar-
tung und sehr gute Kleinsignal-
eigenschaften erreicht. (su)

Halle 7, Stand 634, www.pickeringtest.com

Andus Electronic
Subminiatur-
Leiterplatte

Andus informiert iiber seine Lei-
terplatten-Highlights des letzten
Jahres: Dickkupfer bis 3 mm
Starke, HDI-Multilayer mit 50 pm
Strukturen im LDI-Verfahren, HF-
Boards bis 100 GHz und vieles
mehr. Zudem stellt Andus eine
Subminiatur-Leiterplatte vor: Mit
nur 0,8 mm Durchmesser ist die-
ser Bilayer fiir 2 Bauelemente klei-
ner als der Durchmesser einer
Pin-Nadel. (su)

Halle 8, Stand 209, www.andus.de

Hausermann
Alternative
zur Starrflex-
Leiterplatte

4

Sollen die Leiterplatten beim Ein-
bau und Service lediglich leicht
gebogen werden, dann ist der Ein-
satz von teuren flexiblen Materia-
lien und die damit verbundenen
aufwandigen Fertigungstechniken
meist nicht wirtschaftlich. Hau-
sermann hat eine Alternative zu
herkémmlichen Starrflex-Losun-
gen entwickelt: HSMtec. Durch
das Verlegen von Runddrdhten
und Profilen unter der ersten La-
ge (Auflenlage) wird eine elektri-
sche Verbindung zwischen zwei
oder mehreren Schaltungseinhei-
ten hergestellt. Die Drahte und
Profile lassen sich stoffschliissig
in die Signalfiihrung einer Bau-
gruppe integrieren. Nach Fertig-
stellung der Multilayer-Leiter-
platte lassen sich mittels Tiefen-
frasungen die Sollbiegestellen fiir
die Biegung setzten. Durch die
eingesetzte Kerbfrdsung ist der
Abstand zwischen den starren
Teilen auf das absolute Minimum
reduzierbar. (su)

Halle 9, Stand 409, www.haeusermann.co.at

Zevac

Rework-Plattform

ONYX 29 nennt Zevac seine »Ad-
vanced Rework Plattforme«. Der
leistungsfahige, grofie 6000W-
Vier-Zonen-Vorwdrmer nimmt
Leiterplatten mit einer Grofie von
bis zu 500 mm x 500 mm auf. Das
MFQOV-Visionsystem erlaubt die
komplette Visualisierung von
Bauelementen bis zu 75 mm x 75
mm ohne Optikwechsel. Zum
Schutz sensitiver Bauelemente
wird u. a. die Kraftmessung beim
Platzieren, Dispensen, der Rest-
lotabsaugung und der Bauele-
ment-Aufnahme eingesetzt. Mit
dem ONYX 29 lassen sich alle

SMD-Bauelemente wie Chips bis
zu 0201, Flip-Chip, pBGA, CSP,
BGA, LGA, MLF, CCGA, TCP,
QFP und Fine-Pitch, Stecker und
Sockel, RF-Abschirmungen und
kundenspezifische Bauelemente
einfach und sicher verarbeiten.
Geeignet ist die Plattform fiir Re-
paraturen, Prototypen, Nachbe-
stiickung und kleine bis mittlere
Serien. (su)

Halle g, Stand 250, www.zevac.de

Essemtec
Priifen und
Bestiicken

Eine Sicherheitsliicke beim Be-
stiicken schliefst Essemtec: Das
Messsystem FLX-CVU ist eine Op-
tion zu den hochflexiblen Bestii-
ckungsautomaten FLX2011. Die
FLX-CVU priift die elektrischen
Bauteileigenschaften direkt auf
der Bestlickungsmaschine und er-
moglicht so eine hohe Bestii-
ckungssicherheit und Produkt-
qualitat. Durch die direkte Mes-
sung am Bauteil lassen sich Riist-
fehler, Beschriftungsfehler und
Verpackungsfehler ausschliefsen.
Die Kontrolle kann auch Abwei-
chungen innerhalb einer Bauteil-
rolle feststellen und die Bestii-
ckung fehlerhafter oder aufierhalb
der Toleranz liegender Bauteile
verhindern. Alle Messwerte ste-
hen in einer Datenbank zur
Verfligung und ermoglichen die
Riickverfolgung bis auf das einzel-
ne Bauteil. Die Messkontakte sind
so geformt, dass verschiedene
Bauformen und Bauteilgréfien ge-
priift werden kénnen. Komplizier-
tes Justieren, Umriisten und Kali-
brieren von Priifkontakten oder
Greifern ist deshalb nicht notwen-
dig. Die Messstation ist verbunden
mit einem universellen Messgerat,
das den Widerstand, die Kapazi-
tat, die Induktivitat und die Pola-
ritat duflerst genau und schnell be-
stimmen kann. (su)

Halle 7, Stand 203, www.essemtec.com
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